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RESUMEN

La implementacion semiprofesional de circuitos impresos permite la construcciéon de
sus propios equipos y aplicaciones electrénicas. Por ello, este articulo va destinado
principalmente a los estudiantes de ingenierias y bachilleratos técnicos. En él podras
seguir, paso a paso, la elaboracién de estos circuitos con figuras explicativas en
imagenes que reflejan con claridad la explicaciéon dada por el texto, en la que ademas
encontraras variados consejos. La génesis de este articulo es parte del proyecto final
de carrera de su autor, "Control digital de una montura ecuatorial para

microcamaras'.
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ABSTRACT

Implementation semi printed circuit allows the construction of their own equipment
and electronic applications. Therefore, this article is intended mainly for students of
engineering and technical high schools. There you can follow step by step, the
development of these circuits with explanatory figures in images that clearly reflect
the explanation given by the text, which will also find various tips. The genesis of
this paper is part of the final thesis of the author, "Digital control of an equatorial

mount for micro cameras."
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TEXTO:

Como ya se coment6 en la anterior entrega, el presente articulo pretende introducir al
lector, a la manera de libro de cocina, a la implementaciéon semiprofesional de
circuitos impresos, con la finalidad de construir nuestros propios equipos y
aplicaciones electrénicas. En esta segunda parte continuaremos con la relacién de

pasos, del quinto al décimo, a dar para la consecucién de nuestro objetivo:

5°.- Después del insolado, se procedera al revelado de la placa, que consiste en
eliminar el barniz degenerado en el anterior proceso, mediante un producto quimico,
cuya concentracién, dara una mayor o menor velocidad de actuacién de este proceso.
Los fabricantes de placas presensibilizadas suelen proporcionar los productos
necesarios para llevar a cabo esta tarea. Estos serdn hidroxido potésico

(aproximadamente al 25% diluido en agua), o bien sosa cdustica (al 50% diluida
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también en agua). Este proceso se observa en la Fig. 9, donde se muestra el momento
en el que se extrae una placa del bafo revelador del que se elimina el barniz

sobrante, quedando sobre la placa el trazado de pistas:

Fig. 9

La temperatura a la que se encuentre la disolucion también serd un factor decisivo en
la velocidad de ataque del producto sobre el barniz degradado, siendo mds agresivo

cuanto maés caliente esté.

6°.- La siguiente fase sera el grabado de la placa, que consistira en eliminar el cobre
de la superficie que no esté protegido por el material fotosensible que dibuja el
trazado de las pistas. Nuevamente los fabricantes de placas proporcionaran los
productos ata-cantes adecuados necesarios para realizar esta tarea, siendo su base la
siguiente disolucion: Agua fuerte: 2 partes, agua oxigenada de 110 voltimenes: 1

parte y agua (del grifo): 1 parte.
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Tanto reveladores como atacantes, una vez formulados tienen un periodo de vida
corto, amén de su saturacion a medida que sean usados, dejando asi de actuar como
debieran. En la siguiente imagen se muestra el atacado de dos placas, donde se
aprecia como el atacador adquiri6é un color verdoso debido a la disolucién del cobre

eliminado de las placas:

Fig. 10

7°.- Uno de los procesos mas laboriosos es el taladrado de la placa. Se perforaran los
pads y vias con las brocas adecuadas, que medirdn desde un didmetro de 0,4 a 1,5
mm. Para ello deberemos disponer de un taladrador de sobremesa y un martir (una
tablilla de madera normalmente) con el fin de minimizar defectos, como las rebabas

en los agujeros, ademas de facilitar esta tarea, tal y como se muestra en la Fig. 11:

Revista de Comunicacién Vivat Academia - Marzo 2002 - Afio V - n°33- pp. 1-9



Circuitos impresos - Aplicaciones electrénicas - Estudiantes

7 af
R4

“

- - P
O
-—
i -
”~

Fig. 11

8°.- El siguiente paso consistird en el mecanizado de la placa o lo que es igual,
eliminacién de rebabas, practicando los agujeros de anclaje de la placa y, los
conectores, eliminando los restos de barniz, etc. Asi la placa quedara, més o menos,
de la siguiente manera:

Fig. 12
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9°.- A continuacion se procederd a soldar las vias entre caras de las placas para
después pasar a los zocalos de circuitos integrados y a los conectores de placa, a

saber:

Fig. 13

Una vez concluida esta tarea, se revisardn las pistas una por una con ayuda de un
polimetro, en modo de medida de continuidad, reparando con cuchilla los

cortocircuitos y soldador, cable y estafio las pistas cortadas y/o deterioradas:
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Fig. 14

Una vez concluidas estas tareas, solo se tendra que colocar la, tornilleria necesaria a
las placas, quedando asi lista su primera presentaciéon. Muestra de esto serian las

placas de circuito impreso que se muestran a continuacion:
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El siguiente paso serd proporcionarles una 'reserva de soldadura”, o dicho de
manera mas fidedigna, un barnizado aislante que proteja las pistas de cobre de su
oxidacién y corrosién. Se procurard que conectores y zdcalos queden libres de tal
producto, protegiéndolos, por ejemplo, con cinta de carretero, al extender este barniz

que, normalmente, se aplicara en spray tal y como vemos a continuacion:

Fig. 16

10°.- Una vez concluido el proceso anterior, se procedera a soldar el resto de los
componentes (resistores, condensadores, etc. ) y a insertar los circuitos integrados,
cada uno en su zécalo correspondiente. El barniz aplicado (p.e. Aislarco) no impedira
estas acciones, ya que se degrada con el calor aplicado convirtiéndose en flux (crema
antioxidante para la aleacion de soldadura), lo cual facilitara la tarea de soldado de
componentes. El resultado que se obtendra serd tal y como se muestra en la

fotografia siguiente:
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Fig. 17

Hasta aqui la segunda entrega. Les espero en la proxima donde terminaremos con la
relaciéon de pasos para implementar nuestras propias placas de circuito impreso.
Anadir que la génesis de este articulo parte de mi proyecto final de carrera "Control
digital de una montura ecuatorial para microcdmaras" para el Dpto. de Teoria de la

Comunicacioén, Escuela Politécnica de la Universidad de Alcala.

ISSN: 1575-2844 - DOI: http://dx.doi.org/10.15178/va.2002.33.1-9



